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TUTORIALS	(Parallel	Sessions	1	and	2) 

Monday, October 21, 2019

Session 1

 9:00 – Tutorial	1: 
18:00 How to develop an ESD Control Plan?*
  W. Stadler – Intel Deutschland GmbH, 
  R. Gärtner – Infi neon Technologies AG,
  R. Pfeifl e – Wolfgang Warmbier GmbH & Co. KG
 *For break ti mes see Session 2

Session 2

 9:00 – Tutorial	2.1:	ESD Protecti on Elements
11:00  K.T. Kaschani – Texas Instruments Deutschland GmbH 

11:00 – Coff ee break
11:30 

11:30 – Tutorial	2.2:	
13:00 Basics of Failure Analysis and Failure Anamnesis on Chip Level 
 and System Level
  P. Jacob – Empa Dübendorf, Switzerland 

13:00 – Lunch break
14:00 

14:00 – Tutorial	2.2	(conti nued)
15:30 

15:30 – Coff ee break
16:00 

16:00 – Tutorial	2.3: System Level ESD
18:00  J. Reiner – Sensirion AG, Switzerland 

CONFERENCE

Tuesday, October 22, 2019
 8:30 – Opening
 8:45  P. Jacob – Empa Dübendorf, Switzerland
 

 8:45 – Session	1: Failure Mechanisms
 9:45  Moderator: W. Stadler – Intel Deutschland GmbH

 9:45 – Exhibitor	Presentati	on
10:00  T. Brodbeck – Sekretär ESD FORUM e.V.

10:00 – Coff ee break
10:45 

10:45 – Session	1: Failure Mechanisms (conti nued)
11:45  Moderator: W. Stadler – Intel Deutschland GmbH

11:45 – Lunch break
12:45 

12:45 – “Jugend	forscht”	
13:15  Moderator: P. Jacob – Empa Dübendorf, Switzerland

12:45 – Corona Motor – The Motor of the Future? 
13:15  H. Näther – Markgraf-Georg-Friedrich-Gymnasium Kulmbach, 
  Award Winner Bavarian Competi ti on “Jugend forscht” 
  (Youth Researches) 2019

13:15 – Session	2: ESD Protecti ve Measures in Processes
14:45  Moderator: K.T. Kaschani – Texas Instruments Deutschland GmbH

14:45 – Coff ee break
15:15 

15:15 – Session	2: ESD Protecti ve Measures in Processes (conti nued)
16:45  Moderator: K.T. Kaschani – Texas Instruments Deutschland GmbH

16:45 – Updates	on	Internati	onal	Standardizati	on	Acti	viti	es 
17:30  R. Gärtner – Infi neon Technologies AG, 
  R. Pfeifl e – Wolfgang Warmbier GmbH & Co. KG, 
  W. Stadler – Intel Deutschland GmbH, 
  H. Wolf – Fraunhofer Insti tut EMFT

17:30 – Break with Snacks and Refreshment
19:00 

19:00 – Discussion:	Quo	vadis	ESD? 
20:30  Moderator: P. Jacob – Empa Dübendorf, Switzerland

Wednesday, October 23, 2019
 8:30 – Invited	Presentati	on	ESDA
 9:00  Moderator: W. Stadler – Intel Deutschland GmbH

 9:00 – Session	3: 
10:00 ESD Protecti on on Component and System Level
  Moderator: S. Fischer – ELMOS Semiconductor AG

10:00 – Coff ee break
10:30 

10:30 – Session	3: 
12:00 ESD Protecti on on Component and System Level (conti nued)
  Moderator:  S. Fischer – ELMOS Semiconductor AG

12:00 – Session	4:	Measurement Techniques
13:00  Moderator: Tilo Brodbeck – Secretary ESD FORUM e.V.

13:00 – Awards	and	Closure
13:10  A. Gott schalk – IQZG Consulti ng, 
  W. Stadler – Intel Deutschland GmbH 

13:10 – Lunch break
14:10 

N
H

 C
ol

le
cti

 o
n 

D
re

sd
en

 A
ltm

ar
k

N
H

 C
ol

le
cti

 o
n 

D
re

sd
en

 A
ltm

ar
k

1,
5	
Ta
ge
	Ta

gu
ng

1	
Ta
g	
Tu
to
rie

n



A
N

M
EL

D
U

N
G

 Z
U

M
 1

6.
 E

SD
-F

O
RU

M
A
dr
es
se
:	

Te
iln

eh
m
er
:

ES
D

 F
O

RU
M

 e
.V

.  
N

am
e,

 V
or

na
m

e:
z.

 H
d.

 A
rm

in
 G

ott
sc

ha
lk

 
Fi

rm
a,

 A
bt

ei
lu

ng
: 

Ei
ch

en
do

rff
st

ra
ss

e 
1,

 8
67

20
 N

ör
dl

in
ge

n 
St

ra
ss

e:
Fa

x 
0 

90
 8

1 
/ 8

 6
4 

61
 

PL
Z,

 O
rt

:  
 

M
ob

il 
01

78
 / 

7 
85

 9
3 

27
 

La
nd

: 
E-

M
ai

l 
go

tt
sc

ha
lk

.iq
zg

@
t-

on
lin

e.
de

 
Te

le
fo

n,
 E

-M
ai

l: 

Ta
gu

ng
sg
eb

üh
r	1)

Be
i A

nm
el

du
ng

 b
is

 z
um

 4
. O

kt
ob

er
 2

01
9

Be
i A

nm
el

du
ng

 n
ac

h 
de

m
 4

. O
kt

ob
er

 2
01

9

N
or

m
al

pr
ei

s
M

itg
lie

de
r

St
ud

en
te

n
N

or
m

al
pr

ei
s

M
itg

lie
de

r
St

ud
en

te
n

ES
D

-F
or

um
 (T

ag
un

g)
 2)

46
0,

- €
37

0,
- €

23
0,

- €
  

55
0,

- €
44

0,
- €

27
5,

- €

Tu
to

ri
al

 1
 T

ag
 3)

,  
w

ah
lw

ei
se

 V
er

an
st

al
tu

ng
 1

 o
de

r 
2

58
0,

- €
46

0,
- €

29
0,

- €
  

70
0,

- €
56

0,
- €

35
0,

- €

ES
D

-F
or

um
 (T

ag
un

g)
 +

  
Tu

to
ri

al
 2)

 3
)

88
0,

- €
71

0,
- €

44
0,

- €
  

1.
06

0,
- €

85
0,

- €
53

0,
- €

1)
 A

lle
 P

re
is

e 
zz

gl
. g

el
te

nd
er

 M
eh

rw
er

ts
te

ue
r 

2)
 E

in
ge

sc
hl

os
se

n 
si

nd
: M

itt
ag

sti
sc

h 
am

 2
2.

 u
nd

 2
3.

 O
kt

ob
er

 2
01

9,
 Im

bi
ss

, P
au

se
ng

et
rä

nk
e 

un
d 

Ta
gu

ng
sb

an
d 

3)
 E

in
ge

sc
hl

os
se

n 
si

nd
: M

itt
ag

sti
sc

h 
am

 2
1.

 O
kt

ob
er

 2
01

9,
 Im

bi
ss

, P
au

se
ng

et
rä

nk
e 

un
d 

Se
m

in
ar

un
te

rl
ag

en

Rü
ck
er
st
att

un
g:
		

1.
 B

ei
 A

bm
el

du
ng

en
 b

is
 a

ch
t A

rb
ei

ts
ta

ge
 v

or
 d

er
 T

ag
un

g 
w

er
de

n 
de

m
 b

et
re

ffe
nd

en
 T

ei
ln

eh
m

er
 8

0%
 d

er
 T

ei
ln

eh
m

er
ge

bü
hr

 rü
ck

er
st

att
et

. 2
0%

 d
er

 T
ei

ln
eh

m
er

ge
bü

hr
 w

ird
 a

ls
 B

ea
rb

ei
tu

ng
sg

eb
üh

r e
in

be
ha

lte
n.

 
 

2.
 B

ei
 A

bm
el

du
ng

en
 v

on
 w

en
ig

er
 a

ls
 a

ch
t A

rb
ei

ts
ta

ge
 v

or
 d

er
 T

ag
un

g 
w

er
de

n 
de

m
 b

et
re

ffe
nd

en
 T

ei
ln

eh
m

er
 6

0%
 d

er
 T

ei
ln

eh
m

er
ge

bü
hr

 rü
ck

er
st

att
et

. 4
0%

 d
er

 T
ei

ln
eh

m
er

ge
bü

hr
 w

ird
 a

ls
 B

ea
rb

ei
tu

ng
sg

eb
üh

r e
in

be
ha

lte
n.

H
ot
el
-R
es
er
vi
er
un

g:
	D

ire
kt

 a
n:

N
H

 C
ol

le
cti

on
 D

re
sd

en
 A

ltm
ar

kt
, A

n 
de

r 
Kr

eu
zk

irc
he

 2
, 0

10
67

 D
re

sd
en

 –
 D

eu
ts

ch
la

nd
;  

Re
se

rv
ie

ru
ng

: +
49

 (3
0)

 2
2 

38
 8

5 
99

, E
-M

ai
l: 

nh
co

lle
cti

on
dr

es
de

na
ltm

ar
kt

@
nh

-h
ot

el
s.

co
m

; K
en

nw
or

t:
 E

SD
-F

or
um

TUTORIEN	(Parallele	Veranstaltungen	1	und	2)

Montag, 21. Oktober 2019

Veranstaltung 1

 9:00 – Tutorial	1: Wie wird ein ESD-Kontrollplan erstellt?*
18:00  W. Stadler – Intel Deutschland GmbH, R. Gärtner – Infineon Technologies AG, 
  R. Pfeifle – Wolfgang Warmbier GmbH & Co. KG
 *Pausen wie bei Veranstaltung 2

Veranstaltung 2

 9:00 – Tutorial	2.1: ESD-Schutzelemente
11:00  K.T. Kaschani – Texas Instruments Deutschland GmbH

11:00 – Kaffeepause
11:30 

11:30 – Tutorial	2.2: Grundlagen der Ausfallanalyse und Fehleranamnese  
13:00 auf Komponenten- und Systemebene
  P. Jacob – Empa Dübendorf, Schweiz

13:00 – Mittagspause 
14:00 

14:00 – Tutorial	2.2:	(Fortsetzung)
15:30  

15:30 – Kaffeepause
16:00 

16:00 – Tutorial	2.3: System-Level ESD
18:00  J. Reiner – Sensirion AG, Schweiz

TAGUNGSPROGRAMM

Dienstag, 22. Oktober 2019

 8:30 – Begrüßung
 8:45  P. Jacob – Empa Dübendorf, Schweiz

	 8:45	– Sitzung	1:	Schädigungsmechanismen	(Teil	1)
	 9:45  Moderator: W. Stadler – Intel Deutschland GmbH.

 8:45 – ESD-Risiko durch Entladungen von unterschiedlich großen Steuergeräten
 9:15  G. Hanfstingl, M. Stoiber – Continental Automotive GmbH,  
  R. Gärtner – Infineon Technologies AG

 9:15 – Effekte durch Sekundärentladungen in applikationsnahen ESD-Tests
 9:45  S. Fischer – ELMOS Semiconductor AG

	 9:45	–	 Übersicht	über	die	Aussteller
10:00  T. Brodbeck – Sekretär ESD FORUM e.V.

10:00 – Kaffeepause
10:45 

10:45	–	 Sitzung	1:	Schädigungsmechanismen	(Teil	2)
11:45  Moderator: W. Stadler – Intel Deutschland GmbH

10:45 – Snapback ESD Protection of High-Impedance Pins
11:15  M. Schlenker, K.T. Kaschani – Texas Instruments Deutschland GmbH

11:15 – Application of Automotive Transceivers Protected by Deep-Snapback Devices:  
11:45 Analysis of Hard Fails Under Powered System-Level ESD Testing, A Case Study
  H. Lohmeyer, M. Graf, J. Rauh, T. Seitzinger, S. Walker – Robert Bosch GmbH

11:45 – Mittagspause
12:45  

12:45	–	 Jugend	forscht	
13:15  Moderator: P. Jacob – Empa Dübendorf, Schweiz

12:45 – Vortrag des Preisträgers des Landeswettbewerbs Bayern „Jugend forscht“:  
13:15 Corona-Motor – der Motor der Zukunft?
  H. Näther – Markgraf-Georg-Friedrich-Gymnasium Kulmbach

13:15	–		 Sitzung	2:	ESD-Schutz	im	Prozess	(Teil	1)
14:45  Moderator: K.T. Kaschani – Texas Instruments Deutschland GmbH

13:15 – Leitfähig – Ableitfähig – Isolierend:  
13:45 Was zur Vermeidung harter Entladungen von Bedeutung ist
  P. Jacob – Empa Dübendorf, Schweiz

13:45 – ESD-Schutz durch weiche Ableitung
14:15  J. Reiner – Sensirion AG, Schweiz

14:15 – Sind LCD’s nicht ESD empfindlich?  
14:45 Gilt ESD-Empfindlichkeit nur für LCD-Module?
  U. Thiemann – EM Microelectronic Marin SA, Schweiz 

14:45 – Kaffeepause
15:15 

15:15	– Sitzung	2:	ESD-Schutz	im	Prozess	(Teil	2)
16:45  Moderator: K.T. Kaschani – Texas Instruments Deutschland GmbH

15:15 – Beurteilung von Stühlen zur Erdung der Mitarbeiter bei sitzender Tätigkeit
15:45  J. Speicher – Wolfgang Warmbier GmbH & Co. KG,  
  R. Gärtner, M. Hilkersberger – Infineon Technologies AG,  
  W. Stadler – Intel Deutschland GmbH

15:45 – Richtiger Umgang mit ESD Verpackungen / Trays in der Praxis
16:15  C. Hinz – Stat X,  
  J. Thürmer – EPA Design & Control Konzepte gegen Elektrostatik

16:15 – Neue Messmethode zur ESD Risikoabschätzung in Bestückungsanlagen
16:45  P. Jacob – Empa Dübendorf, Schweiz

16:45	–	 Neues	aus	den	internationalen	Normierungsgremien
17:30  R. Gärtner – Infineon Technologies AG, R. Pfeifle – Wolfgang Warmbier GmbH & Co. KG,  
  W. Stadler – Intel Deutschland GmbH, H. Wolf – Fraunhofer Institut EMFT

17:30 – Pause mit Imbiss
19:00

19:00	–	 Diskussion:	Quo	vadis	ESD?
20:30  Moderation: P. Jacob – Empa Dübendorf, Schweiz

Mittwoch, 23. Oktober 2019

	 8:30	–	 Eingeladener	Vortrag	ESDA
 9:00  Moderator: W. Stadler – Intel Deutschland GmbH

	 9:00	–	 Sitzung	3:	ESD-Schutz	auf	Bauteile-	und	Systemebene	(Teil	1)
10:00  Moderator: S. Fischer – ELMOS Semiconductor AG

 9:00 – ESD Properties on Demand
 9:30  K.T. Kaschani – Texas Instruments Deutschland GmbH

 9:30 – Einfluss von Streukapazitäten auf die Soft Failures von  
10:00 Integrierten Schaltungen bei ESD Events
  T. Ostermann – Johannes-Kepler-Universität, Linz

10:00 – Kaffeepause
10:30 

10:30	–	 Sitzung	3:	ESD-Schutz	auf	Bauteile-	und	Systemebene	(Teil	2)
12:00  Moderator: S. Fischer – ELMOS Semiconductor AG

10:30 – Efficient Prediction of ESD discharge current according to  
11:00 OPEN Alliance 100BASE-T1 specification using SEED
  S. Bub, J. Preibisch , S. Holland, J. Schütt, A. Hilbrink – Nexperia Deutschland GmbH

11:00 – Netzwerk-basierte Simulation von Potentialverteilungen während  
11:30 einer CDM-Entladung auf einem Chip
  L. Zeitlhöfer – TU München,  
 F. zur Nieden, K. Esmark, G. Langguth – Infineon Technologies AG,  
 M. Sauter – Universität der Bundeswehr Neubiberg, F. Kreupl – TU München

11:30 – Secondary Discharge during System Level ESD Tests
12:00  Heinrich Wolf, Johannes Weber, Horst Gieser – Fraunhofer Institut EMFT

12:00	–	 Sitzung	4:	Messtechnik
13:00  Moderator: Tilo Brodbeck – Sekretär ESD FORUM e.V.

12:00 – Messung der Körperspannung beim Begehtest
12:30  M. Hilkersberger, R. Gärtner – Infineon Technologies AG,  
  W. Stadler, J. Niemesheim – Intel Deutschland GmbH,  
  J. Speicher – Wolfgang Warmbier GmbH & Co. KG

12:30 – Ladungszerfall-Messung
13:00  W. Schubert – Sachverständiger für Elektrostatik

13:00	–	 Abschlusssitzung
13:10
 Auszeichnung der besten Beiträge
  A. Gottschalk – IQZG Consulting
 Bekanntmachungen und Ausblick, Verabschiedung
  W. Stadler – Intel Deutschland GmbH

13:10 – Mittagsessen
14:10


